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(57)【要約】
【課題】半田耐熱性および長期の高温耐熱性に優れ、良
好な光反射性を付与することのできる光半導体素子収納
用実装パッケージ用樹脂組成物を提供する。
【解決手段】金属リードフレーム１上に搭載された光半
導体素子２の上部を除く周囲を囲むように形成されてな
る絶縁樹脂層３の形成材料となる光半導体素子収納用実
装パッケージ用樹脂組成物である。そして、上記光半導
体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物が、下記の（
Ａ）～（Ｃ）成分を含有するものである。
（Ａ）ビニル基およびアリル基のいずれか一方と、水素
原子が、直接ケイ素原子に結合してなる構造を有する熱
硬化型付加反応性シリコーン樹脂。
（Ｂ）上記（Ａ）成分の硬化触媒としての白金系触媒。
（Ｃ）白色顔料。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属リードフレーム上に搭載された光半導体素子の上部を除く周囲を囲むように形成さ
れてなる絶縁樹脂層形成材料となる光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物であ
って、下記の（Ａ）～（Ｃ）成分を含有することを特徴とする光半導体素子収納用実装パ
ッケージ用樹脂組成物。
（Ａ）ビニル基およびアリル基のいずれか一方と、水素原子が、直接ケイ素原子に結合し
てなる構造を有する熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂。
（Ｂ）上記（Ａ）成分の硬化触媒としての白金系触媒。
（Ｃ）白色顔料。
【請求項２】
　トランスファー成形後の１８０±５℃における熱時硬度（ショアーＡ）が６０以上であ
る請求項１記載の光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物。
【請求項３】
　上記（Ｃ）成分である白色顔料が、酸化チタンである請求項１または２記載の光半導体
素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物。
【請求項４】
　上記（Ａ）～（Ｃ）成分に加えて、さらに無機質充填剤を含有する請求項１～３のいず
れか一項に記載の光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物。
【請求項５】
　金属リードフレーム上に光半導体素子が搭載され、上記光半導体素子の上部を除く周囲
を囲むように絶縁樹脂層が形成され、上記絶縁樹脂層にて囲まれた光半導体素子上部を透
明樹脂硬化体にて樹脂封止されてなる光半導体発光装置であって、上記絶縁樹脂層が、請
求項１～４のいずれか一項に記載の光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物を用
いて形成されてなることを特徴とする光半導体発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発光素子から発する光を反射させて指向性を付与してなる、発光素子の周囲に形成され
る絶縁性樹脂層形成材料となる光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物およびそ
れを用いて得られる光半導体発光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光素子を搭載してなる光半導体発光装置は、図１に示すように、金属リードフ
レーム１上に光半導体素子２が搭載され、上記光半導体素子２の上方を除く周囲を囲むよ
うに絶縁樹脂層３が形成されているという構成をとる。図１において、４は金属リードフ
レーム１上に形成された電極回路（図示せず）と光半導体素子２とを電気的に接続するボ
ンディングワイヤーである。
【０００３】
　このような光半導体発光装置では、上記絶縁樹脂層３をポリアミド樹脂（ＰＡ）等に代
表される熱可塑性樹脂をインジェクション成形により成形し製造している。上記熱硬化性
樹脂には、一般に白色顔料を配合し、上記光半導体素子２から発する光を反射させて指向
性を付与している（特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、高耐熱性が要求される場合には、上記絶縁樹脂層３を、焼結されたアルミナを配
合したセラミック材料を用いて形成することが行われている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平２００２－２８３４９８号公報
【特許文献２】特開平２００４－２８８９３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上記セラミック材料を用いて上記絶縁樹脂層３相当部分を形成する場合、パッケージの
量産性およびコスト等の観点から問題があり、さらにリフレクター（反射部）の形状再現
性にも問題がある。このようなことから、上記絶縁樹脂層３としては、上記熱可塑性樹脂
を用いて形成することが一般に行われている。
【０００６】
　しかしながら、上記絶縁樹脂層３形成材料として熱可塑性樹脂を用いる場合、鉛フリー
化の影響から、上記光半導体発光装置のような表面実装型パッケージにおいては耐熱性が
要求されることとなる。したがって、高温での半田実装温度での熱変形や、光半導体素子
２の輝度向上に伴う素子のパワーが向上して長期にわたる高温での変色等が発生し、それ
に伴い、光の反射効率の低下や光半導体素子２の上方を封止する際に用いられる封止樹脂
材料との密着性の低下が問題となっている。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、半田耐熱性および長期の高温耐熱性
に優れ、良好な光反射性を付与することのできる光半導体素子収納用実装パッケージ用樹
脂組成物およびそれを用いて得られる光半導体発光装置の提供をその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明は、金属リードフレーム上に搭載された光半導体
素子の上部を除く周囲を囲むように形成されてなる絶縁樹脂層形成材料となる光半導体素
子収納用実装パッケージ用樹脂組成物であって、下記の（Ａ）～（Ｃ）成分を含有する光
半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物を第１の要旨とする。
（Ａ）ビニル基およびアリル基のいずれか一方と、水素原子が、直接ケイ素原子に結合し
てなる構造を有する熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂。
（Ｂ）上記（Ａ）成分の硬化触媒としての白金系触媒。
（Ｃ）白色顔料。
【０００９】
　また、本発明は、金属リードフレーム上に光半導体素子が搭載され、上記光半導体素子
の上部を除く周囲を囲むように絶縁樹脂層が形成され、上記絶縁樹脂層にて囲まれた光半
導体素子上部を透明樹脂硬化体にて樹脂封止されてなる光半導体発光装置であって、上記
絶縁樹脂層が、上記光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物を用いて形成されて
なる光半導体発光装置を第２の要旨とする。
【００１０】
　すなわち、本発明者らは、熱変形や変色の発生が抑制され、半田耐熱性および長期の高
温耐熱性に優れた光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物を得るべく鋭意検討を
重ねた。その結果、従来の熱可塑性樹脂に代えて、熱硬化性樹脂である上記特定の付加反
応性シリコーン樹脂を用いると、シリコーン樹脂特有のＳｉ－Ｏ結合に起因する結合エネ
ルギーが高くなり、耐熱性や耐光性についてのマージンが高くなって黄変が抑制できるた
め、所期の目的が達成されることを見出し本発明に到達した。
【発明の効果】
【００１１】
　このように、本発明は、金属リードフレーム上に搭載された光半導体素子の上部を除く
周囲を囲むように形成されてなる絶縁樹脂層形成材料となる光半導体素子収納用実装パッ
ケージ用樹脂組成物であって、前記特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂〔（Ａ）成
分〕と、白金系触媒〔（Ｂ）成分〕と、白色顔料〔（Ｃ）成分〕を含有するものである。
このため、半田耐熱性および長期の高温耐熱性に優れ、かつ良好な光反射性が実現する。
したがって、上記樹脂組成物を用いて上記絶縁樹脂層を形成してなる光半導体発光装置で
は、良好な光の指向性が付与されることから安定した発光が得られ、その機能を充分に発
揮することができる。
【００１２】
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　そして、上記樹脂組成物のトランスファー成形後の１８０±５℃における熱時硬度（シ
ョアーＡ）が６０以上であると、トランスファー成形時の金型からの良好な離型性を発現
することができる。
【００１３】
　また、上記白色顔料〔（Ｃ）成分〕として、酸化チタンを用いると、良好な分散性，化
学安定性等を有することから、優れた白色度、光反射性が得られる。
【００１４】
　さらに、上記各成分とともに無機質充填剤を用いると、線膨張率の低減および流動性の
より一層の向上が図られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の光半導体素子収納用実装パッケージ用樹脂組成物（以下「樹脂組成物」と称す
）は、先に述べたように、図１に示す光半導体発光装置の、絶縁樹脂層３形成材料として
用いられるものであって、特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂（Ａ成分）と、白金
系触媒（Ｂ成分）と、このＡ成分の硬化触媒として作用する白色顔料（Ｃ成分）と、さら
に好適には、これらとともに無機質充填剤とを用いて得られるものであり、通常、ペース
ト状または常温（２５℃）で液状のものを、例えば、特開２００６－２１７８８号公報に
記載の方法にて用いることができる。
【００１６】
　上記特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂（Ａ成分）は、一般的に、ヒドロキシル
化反応を用いて硬化するものであり、ビニル基およびアリル基のいずれか一方と、水素原
子が、直接ケイ素原子に結合してなる構造を有する付加反応型のシリコーン樹脂である。
そして、一般に、無溶剤のシリコーン樹脂であり、いわゆる、シリコーンゲルと呼ばれて
いるものは含まないものである。
【００１７】
　そして、上記特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂（Ａ成分）として、具体的には
、信越化学社製のＬＰＳ－Ｌ５００シリーズ、東レダウコーニング社製のＳＲ－７０１０
、旭化成ワッカーシリコーン社製のＨ６２Ｃや２液性のＨ６２Ａ／Ｂ等があげられる。こ
れらは単独でもしくは２種以上併せて用いられる。なお、本発明の樹脂組成物においては
、上記Ａ成分としてのシリコーン樹脂以外に、任意成分として、メチル基やエチル基，フ
ェニル基等の置換基がケイ素原子に直接結合した構造のシリコーンユニットを分子内に組
み込んでなるＡ成分や、別分子としたシリコーン樹脂を配合してもよい。
【００１８】
　上記白金系触媒（Ｂ成分）は、Ａ成分のヒドロキシル化反応を促進するための硬化触媒
として用いられるものであり、例えば、塩化白金酸、白金－ジビニルテトラメチルジシロ
キサン錯体、白金－シクロビニルメチルシロキサン錯体、白金－カルボニルメチル錯体、
白金オクチルアルデヒド／オクタノール錯体等があげられる。これらは単独でもしくは２
種以上併せて用いられる。
【００１９】
　上記白金系触媒（Ｂ成分）の含有量は、硬化触媒として作用する量であれば特に限定さ
れるものではないが、例えば、上記特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂（Ａ成分）
１００重量部（以下「部」と略す）に対して０．０００１～０．８部の割合に設定するこ
とが好ましく、なかでも、硬化性と着色性の観点から０．００１～０．５部の範囲に設定
することが特に好ましい。
【００２０】
　上記Ａ成分およびＢ成分とともに用いられる白色顔料（Ｃ成分）は、無機系の白色顔料
である、酸化チタン（ＴｉＯ2 ）、酸化亜鉛、鉛白、カオリン、炭酸カルシウム、酸化ジ
ルコニウム等があげられる。これらは単独でもしくは２種以上併せて用いられる。なかで
も、優れた白色度、光反射性が大きく隠蔽力と着色力、高度な分散性、優れた耐候性、極
めて優れた化学安定性等の特性を備えた酸化チタンを用いることが特に好ましい。さらに
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そのなかでも、流動性および遮光性という観点から、酸化チタンとして平均粒径が０．０
５～１．０μｍのものを用いることがより好ましい。なお、上記平均粒径は、例えば、レ
ーザー回折散乱式粒度分布計を用いて測定することができる。
【００２１】
　上記白色顔料（Ｃ成分）の含有量は、上記特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂（
Ａ成分）１００部に対して１０～１５０部の割合に設定することが好ましく、なかでも、
着色性および反射性の観点から１０～５０部の範囲に設定することが特に好ましい。
【００２２】
　そして、本発明の樹脂組成物では、線膨張率の低減および流動性の向上を目的に、上記
Ａ～Ｃ成分に加えて無機質充填剤を用いることができる。上記無機質充填剤としては、特
に限定するものではなく従来公知の各種充填剤があげられ、例えば、石英ガラス粉末、タ
ルク、溶融シリカ粉末や結晶性シリカ粉末等のシリカ粉末、アルミナ粉末、窒化アルミニ
ウム粉末、窒化ケイ素粉末等があげられる。なかでも、線膨張率の低減等の観点から、シ
リカ粉末を用いることが好ましく、特に高充填性および高流動性という観点から、球状溶
融シリカ粉末を用いることが好ましい。そのなかでも、平均粒径５～６０μｍの範囲、特
に好ましくは１５～４５μｍの範囲のものを用いることが好ましい。上記平均粒径は、例
えば、レーザー回折散乱式粒度分布計を用いて測定することができる。
【００２３】
　上記無機質充填剤の含有量は、上記白色顔料（Ｃ成分）と無機質充填剤との合計含有量
が、樹脂組成物全体の５～９０重量％となるよう設定することが好ましく、より好ましく
は線膨張率の低下および流動性の確保という観点から、１０～８０重量％に設定すること
である。
【００２４】
　さらに、本発明の樹脂組成物には、上記Ａ～Ｃ成分および無機質充填剤以外に、必要に
応じて、劣化防止剤、変性剤、脱泡剤、レベリング剤、離型剤等の各種添加剤を適宜配合
することができる。
【００２５】
　上記劣化防止剤としては、例えば、フェノール系化合物、アミン系化合物、有機硫黄系
化合物、ホスフィン系化合物等の従来から公知の劣化防止剤があげられる。上記変性剤と
しては、例えば、グリコール類、シリコーン類、アルコール類等の従来から公知の変性剤
があげられる。また、上記脱泡剤としては、例えば、シリコーン系等の従来公知の脱泡剤
があげられる。
【００２６】
　本発明の樹脂組成物は、例えば、つぎのようにして製造することができる。すなわち、
上記Ａ～Ｃ成分および無機質充填剤ならびに必要に応じて配合される各種添加剤を適宜配
合した後、これを混練機を用いて混練して溶融混合し、ついで、これを室温まで冷却して
ペースト状に製造することができる。
【００２７】
　このようにして得られる樹脂組成物では、トランスファー成形後の１８０±５℃におけ
る熱時硬度（ショアーＡ）が６０以上を示すものであることが好ましく、より好ましくは
７０以上を示すものである。このような熱時硬化の特性を備えた樹脂組成物を用いること
により、トランスファー成形時の良好な離型性を発現することができる。なお、上記熱時
硬度（ショアーＡ）は、具体的には、所定硬化条件下（例えば、１８０℃×１０分間）、
トランスファー成形により厚み５ｍｍの硬化体を作製し、この硬化体の１８０±５℃にお
ける熱時硬度（ショアーＡ）をショアーＡ硬度計を用いて測定される。
【００２８】
　本発明の樹脂組成物を用いてなる光半導体発光装置は、つぎのようにして製造される。
すなわち、光半導体素子を搭載した金属リードフレームを準備し、これをトランスファー
成形機の金型内に設置して上記樹脂組成物を用いてトランスファー成形により絶縁樹脂層
を形成する。このようにして図１に示すように、金属リードフレーム１上に光半導体素子
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２が搭載され、上記光半導体素子２の上方を除く周囲を囲むように絶縁樹脂層３が形成さ
れたユニットが作製される。
【００２９】
　そして、一般に、上記金属リードフレーム１上に搭載された光半導体素子２の上方の絶
縁樹脂層３にて囲まれた凹部空間に、さらに透明樹脂が充填され、樹脂封止される。上記
透明樹脂としては、特に限定するものではなく、従来から使用されている、例えば、透明
エポキシ樹脂等が用いられる。このようにして光半導体発光装置が得られる。
【００３０】
　つぎに、実施例について比較例と併せて説明する。ただし、本発明は、これら実施例に
限定されるものではない。
【実施例】
【００３１】
　まず、樹脂組成物の作製に先立って下記に示す各成分を準備した。
【００３２】
〔シリコーン樹脂ａ〕
　旭化成ワッカーシリコーン社製、Ｈ６２Ｃ（なお、この製品中には、硬化触媒である白
金系触媒が配合されている）
【００３３】
〔シリコーンゲルｂ〕
　東レダウコーニング社製、一液性シリコーンゲル、ＪＣＲ－６１０９
【００３４】
〔熱可塑性樹脂〕
　ソルベーアドバンストポリマー社製、Ｔモデル　ＡＳ－４１３３（ポリフタルアミド）
【００３５】
〔酸化チタン〕
　アナターゼ型、平均粒径０．１５μｍ（堺化学社製、Ａ－１１０）
【００３６】
〔シリカ粉末〕
　球状溶融シリカ、平均粒径２３μｍ
【００３７】
〔実施例１～５、比較例１～３〕
　後記の表１～表２に示す各成分を同表に示す割合で溶融混合した後、ついで、室温まで
冷却してペースト状の組成物を作製した。
【００３８】
　このようにして得られた実施例および比較例の樹脂組成物を用いて、下記の方法にした
がって各種特性評価を行った。その結果を後記の表１～表２に併せて示す。
【００３９】
〔熱時硬度〕
　樹脂組成物（比較例１を除く）を用いて、トランスファー成形（１８０℃×１０分間）
により厚み５ｍｍの試験片を作製し、この試験体の１８０℃における熱時硬度（ショアー
Ａ）をショアーＡ硬度計（上島製作所社製、ＨＤ－１０３Ｎ）を用いて測定した。
【００４０】
〔２６０℃リフロー後のイエローインデックス〕
　樹脂組成物を用いて、トランスファー成形（１８０℃×１０分間）により厚み１ｍｍの
円板（直径５０ｍｍ）を作製し、これを特定の赤外線（ＩＲ）温度プロファイルを有する
ＩＲリフロー炉内（Ｍａｌｃｏｍ社製、ＲＤＴ－１）に投入して２６０℃に曝される時間
が１０秒間となるプロセスを３回繰り返した。その後の常温（２５℃）における表面のイ
エローインデックスをカラーコンピューターにて計測し、ΔＹ値を示した。なお、比較例
１においては、公知の射出成形機を用いて金型温度１００℃で、射出温度３２０℃にて注
入，成形することにより厚み５ｍｍのダンベル（長さ１５０ｍｍ）を作製した。
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【００４１】
〔１５０℃耐熱保管のイエローインデックス〕
　樹脂組成物を用いて、トランスファー成形（１８０℃×１０分間）により厚み１ｍｍの
円板（直径５０ｍｍ）を作製し、これを１５０℃のオーブン内に１０００時間放置した。
その後の常温（２５℃）における表面のイエローインデックスをカラーコンピューターに
て計測し、ΔＹ値を示した。なお、比較例１においては、公知の射出成形機を用いて金型
温度１００℃で、射出温度３２０℃にて注入，成形することにより厚み５ｍｍのダンベル
（長さ１５０ｍｍ）を作製した。
【００４２】
【表１】

【００４３】
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【表２】

【００４４】
　上記結果から、実施例品は、いずれも熱時硬度が高く、しかも２６０℃リフロー後のイ
エローインデックスおよび１５０℃耐熱保管のイエローインデックスともに、１０未満の
低い値であり、半田耐熱性および長期の高温耐熱性に優れたものであることがわかる。
【００４５】
　これに対して、熱可塑性樹脂を用いた比較例１は、２６０℃リフロー後のイエローイン
デックスおよび１５０℃耐熱保管のイエローインデックスの双方とも非常に高い値を示す
ものであった。また、本発明の特定の熱硬化型付加反応性シリコーン樹脂以外のシリコー
ンゲルを用いた比較例２，３品は、１５０℃耐熱保管のイエローインデックスは実施例品
と略同等であったが、熱時硬度が著しく低く、かつ２６０℃リフロー後のイエローインデ
ックスが実施例品に比べて若干高かった。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】光半導体発光装置の構成を模式的に示す断面図である。
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